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Prinzipien der
Standardisierung

Im Mai 1995 verabschiedete das Technical Activities Executive Committee (TAEC) des IPC die
Prinzipien der Standardisierung als Leitlinie für die Standardisierungsbemühungen des IPC.

Richtlinien Sollten:
• Das Design für Herstellbarkeit (DFM) und das Design

für Umweltverträglichkeit (DFE) berücksichtigen
• Die Entwicklungszeit minimieren
• Sich einer einfachen (vereinfachten) Sprache bedienen
• Spezifikationswerte enthalten
• Sich auf Leistungsdaten von Endprodukten fokussieren
• Ein System enthalten für Rückmeldungen über die

Verwendung und Verwendungsprobleme, um künftige
Ausgaben zu verbessern

Richtlinien Sollten Nicht:
• Innovationen verhindern
• Entwicklungszeiten erhöhen
• Anwender von der Weiterentwicklung

ausschließen
• Zykluszeiten erhöhen
• Dem Anwender vorschreiben, wie

etwas zu tun ist
• Vorgaben enthalten, die nicht durch

Daten zu rechtfertigen sind

Anmerkungen Die Richtlinien und Veröffentlichungen des IPC sind so konzipiert, dass sie der Allgemeinheit dadurch
dienen, dass sie Missverständnisse zwischen Herstellern und Käufern beseitigen, die Austauschbarkeit
und Verbesserung von Produkten erleichtern und den Käufer dabei unterstützen, das richtige Produkt
für seine Anforderungen mit minimalem Aufwand in kürzester Zeit auszuwählen und zu beschaffen.
Die Existenz derartiger Richtlinien und Veröffentlichungen darf in keiner Weise Mitglieder und Nicht-
Mitglieder des IPC daran hindern, Produkte herzustellen und zu vertreiben, die diesen Richtlinien und
Veröffentlichungen nicht entsprechen. Sie darf ebenfalls die freiwillige Anwendung dieser Richtlinien
und Veröffentlichungen auf nationaler oder internationaler Ebene durch Nicht-Mitglieder des IPC nicht
ausschließen.

Empfohlene Richtlinien und Veröffentlichungen werden vom IPC unabhängig davon verabschiedet,
ob davon Patente, Veröffentlichungen, Materialien oder Prozesse betroffen sind. Der IPC übernimmt
dadurch weder irgendeine Haftung gegenüber Patentinhabern noch irgendwelche Verpflichtungen
gegenüber Dritten, die diese empfohlenen Richtlinien oder Veröffentlichungen anwenden. Die
Anwender sind in vollem Umfang selbst verantwortlich, sich gegen alle Regressansprüche zu
schützen, die sich aus Patentverletzungen ergeben könnten.

Erklärung des IPC
zu Änderungen der
Ausgabestände

Das Technical Activities Executive Committee des IPC betont, dass die Einführung und Anwendung
der Veröffentlichungen des IPC freiwillig ist und im Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant geregelt
wird. Das TAEC vertritt die Auffassung, dass bei Erscheinen einer neuen Ausgabe einer zwischen
Kunde und Lieferant vereinbarten Richtlinie oder Veröffentlichung diese neue Ausgabe nicht
automatisch anzuwenden ist, es sei denn, es ist vertraglich so vereinbart. Das TAEC empfiehlt
die Anwendung der aktuellsten Ausgabe. Verabschiedet am 6. Oktober 1998

Warum ist dieses
Dokument
kostenpflichtig?

Ihr Kauf dieses Dokuments unterstützt die fortlaufende Entwicklung neuer und aktualisierter
Industrie-Richtlinien und Veröffentlichungen. Richtlinien fördern das gegenseitige Verständnis
zwischen Herstellern, Kunden und Lieferanten. Richtlinien ermöglichen es Herstellern, eine höhere
Effizienz bei der Entwicklung ihrer Prozesse zu erreichen, wenn sie diese so ausrichten, dass sie die
Industrie-Richtlinien erfüllen. Dadurch können sie ihren Kunden niedrigere Preise bieten.

Der IPC gibt jährlich Hunderttausende Dollars aus, um die freiwilligen Mitarbeiter zu unterstützen,
die sich am Entwicklungsprozess der Richtlinien und Veröffentlichungen engagieren. Es werden viele
Arbeitsentwürfe zur Überprüfung versendet und die Komitees investieren Hunderte Stunden mit der
Prüfung und Weiterentwicklung der Dokumente. Die IPC-Mitarbeiter betreuen die Aktivitäten der
Komitees und nehmen daran teil. Sie gestalten die Arbeitsversionen der Dokumente, verteilen sie
und unternehmen alle Prozedurschritte, die für die ANSI-Freigabe (approval) erforderlich sind.

Die Mitgliedsbeiträge sind niedrig gehalten, um möglichst vielen Unternehmen eine Mitgliedschaft zu
ermöglichen. Deshalb sind die Umsätze, die durch den Verkauf der Richtlinien und Veröffentlichungen
erzielt werden, erforderlich, um die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen zu ergänzen. IPC-Mitgliedern
wird ein Preisnachlass von 50% gewährt. Sichern Sie sich doch diesen Vorteil bei der Beschaffung der
IPC-Richtlinien und Veröffentlichungen und profitieren Sie von den vielen weiteren Vorteilen einer IPC-
Mitgliedschaft. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft im IPC finden Sie unter www.ipc.org oder
telefonisch unter 847/597-2872.

Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.

©Copyright 2010. IPC, Bannockburn, Illinois, USA. All rights reserved under both international and Pan-American copyright conventions.
Any copying, scanning or other reproduction of these materials without the prior written consent of the copyright holder is strictly prohibited
and constitutes infringement under the Copyright Law of the United States.

Copyright IPC-Association Connecting Electronics Industries 
Provided by IHS under license with IPC Licensee=Sandia National Lab/5932237100, User=sam, albert

Not for Resale, 05/28/2014 10:40:15 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

-
-
`
,
,
,
`
`
,
,
`
`
,
,
,
`
`
`
,
`
,
,
,
`
,
`
`
,
,
,
,
`
-
`
-
`
,
,
`
,
,
`
,
`
,
,
`
-
-
-

Full document details: IPC 9631 GERMAN 2010

http://www.avadocuments.com/doc/ipc-9631-german-2010
http://www.avadocuments.com/doc/ipc-9631-german-2010


IPC-9631 DE

Richtlinie für die

Anwendung der

IPC-TM-650, Methode

2.6.27, Thermischer

Stress, Simulation

des Konvektions-

Reflow-Lötens

Entwickelt durch das Thermal Stress Test Methodology Subcommittee
(D-32), des Rigid Printed Board Committee (D-30) des IPC

Die Anwender dieser Richtlinie sind aufgefordert, an der Entwicklung
künftiger Versionen mitzuarbeiten.

Kontakt:

IPC
3000 Lakeside Drive, Suite 309S
Bannockburn, Illinois
60015-1249
Tel 847 615.7100
Fax 847 615.7105

If a conflict occurs
between the English and
translated versions of this
document, the English
version will take
precedence.

Im Falle eines Konfliktes
zwischen der englisch-
sprachigen und einer
übersetzten Version
dieses Dokumentes hat
die englischsprachige
Version den Vorrang.

Ihr Fachverband für Design,
Leiterplatten- und Elektronikfertigung e. V.

FED e. V. - Ihr Fachverband
für Design, Leiterplatten-
und Elektronikfertigung
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
http://www.fed.de
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